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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アミド系溶媒とアルコール系溶媒とからなる混合溶媒にポリアミドイミドが均一に溶解し
ているポリアミドイミド溶液であって、アルコール系溶媒の沸点は２００℃以上であり、
その含有量は、全溶媒質量に対し、１質量％以上、５０質量％未満であり、前記ポリアミ
ドイミド溶液は、基材表面に塗布してポリアミドイミド塗膜を形成し、しかる後、前記塗
膜中の溶媒を除去する際、塗膜中に残存するアルコール系溶媒の作用を利用して塗膜内で
相分離を起こさせることにより、ポリアミドイミド塗膜を多孔質化することが可能な溶液
であることを特徴とする多孔質ポリアミドイミドフィルム形成用ポリアミドイミド溶液。
【請求項２】
請求項１記載のポリアミドイミド溶液を用いて基材上に形成された多孔質ポリアミドイミ
ドフィルムの、基材と積層一体化しての使用。
【請求項３】
請求項１記載のポリアミドイミド溶液を基材上に、塗布、乾燥することにより得られる多
孔質ポリアミドイミドフィルムの、リチウム二次電池用セパレータ、フィルタ、分離膜、
または電線被覆への使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、芳香族アミド系高分子溶液およびこれから得られた多孔質芳香族アミド系高分
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子フィルムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
芳香族アミド系高分子からなる多孔質フィルムは、その優れた耐熱性と高い気孔率を利用
して、リチウム二次電池用セパレータ、フィルタ、分離膜、電線被覆等の産業用材料、医
療材料の素材等の分野で素材等として利用されている。　
【０００３】
この多孔質フィルムを製造する方法として、アミド系溶媒とアルコール系溶媒とを溶媒と
して含有する芳香族アミド系高分子溶液を、基材上に塗布して得られる塗膜を、水やアル
コール系溶媒等の貧溶媒からなる凝固液に浸漬して相分離を誘起せしめ、その後、水洗、
乾燥することにより、多孔質芳香族ポリアミドフィルムを製造する方法が知られている。
（特許文献１、２）　　多孔質芳香族アミド系高分子製造の際、このような凝固液を使用
すると、水、アミド系溶媒、アルコール系溶媒等を含む大量の廃液が発生し、環境適合性
の観点から問題があった。従い、このような凝固液を使用しなくても多孔質フィルムが得
られる芳香族アミド系高分子溶液が求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－０６９５８２号公報
【特許文献２】特開２０１３－１６３８０６号公報
【特許文献３】国際公開第２０１４／１０６９５４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
このような問題点を解決するための方法として、特許文献３には、ポリアミドイミド等の
イミド系高分子と、これに対する良溶媒であるアミド系溶媒および貧溶媒であるエーテル
系溶媒からなる溶液を用い、この溶液を基材に塗布して乾燥することにより多孔質のイミ
ド系高分子被膜を形成させる方法が開示されている。この方法は、環境適合性の良好な優
れた方法であるが、高気孔率とするには、比較的多くの高価な貧溶媒（エーテル系溶媒）
を用いなければならないという問題があった。
【０００６】
そこで本発明は、前記課題を解決するものであって、凝固液を使用することなく、耐熱性
に優れ、気孔率が高く、良好な力学的特性を有する多孔質フィルムが得られ、かつ貧溶媒
使用量の少ない芳香族アミド系高分子溶液およびこの溶液から得られる多孔質芳香族アミ
ド系高分子の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、特定の組成とした芳香族アミド系高分子と特定の溶媒とからなる溶液と
することにより前記課題が解決されることを見出し、本発明の完成に至った。
【０００８】
本発明は、下記を趣旨とするものである。
アミド系溶媒とアルコール系溶媒とからなる混合溶媒にポリアミドイミドが均一に溶解し
ているポリアミドイミド溶液であって、アルコール系溶媒の沸点は２００℃以上であり、
その含有量は、全溶媒質量に対し、１質量％以上、５０質量％未満であり、前記ポリアミ
ドイミド溶液は、基材表面に塗布してポリアミドイミド塗膜を形成し、しかる後、前記塗
膜中の溶媒を除去する際、塗膜中に残存するアルコール系溶媒の作用を利用して塗膜内で
相分離を起こさせることにより、ポリアミドイミド塗膜を多孔質化することが可能な溶液
であることを特徴とする多孔質ポリアミドイミドフィルム形成用ポリアミドイミド溶液。
 
【発明の効果】
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【０００９】
本発明の溶液から、低温での簡単なプロセスで容易に多孔質芳香族アミド系高分子フィル
ムを得ることができる。得られた多孔質フィルムは、耐熱性に優れ、気孔率が高く、良好
な力学的特性を有するので、リチウム二次電池用セパレータ、フィルタ、分離膜、電線被
覆等の産業用材料、医療材料の素材等の分野で好適に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例１で得られた多孔質ＰＡＩフィルムの断面ＳＥＭ像である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
以下、本発明について詳細に説明する。
本発明は、芳香族アミド系高分子溶液およびこれから得られる多孔質芳香族アミド系高分
子フィルムに関するものである。
【００１２】
本発明の溶液は、溶質として、主鎖中にイミド結合ユニットを有する芳香族アミド系高分
子を用いる。　ここで、アミド系高分子とは、主鎖中に４０モル％以上のアミド結合に由
来する構成ユニット（但し、全構成ユニットを１００モル％とする）を有する有機高分子
を言う。　これら芳香族アミド系高分子の中で、イミド結合に由来する構成ユニットを有
する芳香族ポリアミドを好ましく用いることができる。　イミド結合ユニットの導入量は
、アミド結合に由来する構成ユニットに対し、６０モル％以上、１２０モル％以下とする
ことが好ましく、８０モル％以上、１１０モル％以下とすることがより好ましい。　これ
らの中でも、例えば、原料であるトリカルボン酸成分とジアミン成分との重縮合反応を行
うことにより得られる芳香族ポリアミドイミド（以下、「ＰＡＩ」と略記することがある
）　を、好ましく用いることができる。　ＰＡＩは、主鎖中に５０モル％のアミド結合（
但し、全構成単位を１００モル％とする）を有し、かつイミド結合ユニットの導入量が、
アミド結合に由来する構成ユニットに対し、１００モル％の有機高分子である。このよう
に、溶質を、イミド結合ユニットを有する芳香族アミド系高分子とすることにより、凝固
液を用いることなく、多孔質芳香族アミド系高分子フィルムを得ることが可能となる。
【００１３】
ＰＡＩのトリカルボン酸成分は、１分子あたり３個のカルボキシル基（その誘導体を含む
）および１個以上の芳香環を有する有機化合物であって、当該３個のカルボキシル基のう
ち、少なくとも２個のカルボキシル基が酸無水物形態を形成し得る位置に配置されたもの
である。
【００１４】
芳香族トリカルボン酸成分として、例えば、ベンゼントリカルボン酸成分、ナフタレント
リカルボン酸成分が挙げられる。
【００１５】
ベンゼントリカルボン酸成分の具体例として、例えば、トリメリット酸、ヘミメリット酸
、ならびにこれらの無水物およびそのモノクロライドが挙げられる。
【００１６】
ナフタレントリカルボン酸成分の具体例として、例えば、１，２，３－ナフタレントリカ
ルボン酸、１，６，７－ナフタレントリカルボン酸、１，４，５－ナフタレントリカルボ
ン酸、ならびにこれらの無水物およびそのモノクロライドが挙げられる。
【００１７】
芳香族トリカルボン酸成分の中では、トリメリット酸および無水トリメリット酸クロライ
ド（ＴＡＣ）が好ましい。
【００１８】
トリカルボン酸成分は、単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１９】
また、トリカルボン酸成分は、その一部がテレフタル酸、イソフタル酸、ピロメリット酸
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、３，３′，４，４′－ビフェニルテトラカルボン酸、３，３′，４，４′－ベンゾフェ
ノンテトラカルボン酸等の成分で置換されたものを用いてもよい。
【００２０】
ＰＡＩのジアミン成分は、１分子あたり２個の１級アミノ基（その誘導体を含む）および
１個以上の芳香環を有する有機化合物である。
【００２１】
芳香族ジアミン成分の具体例として、例えば、４，４′－ジアミノジフェニルエーテル（
ＤＡＤＥ）、ｍ－フェニレンジアミン（Ｍ
ＤＡ）、ｐ－フェニレンジアミン、４，４′－ジフェニルメタンジアミン（ＤＭＡ）、４
，４′－ジフェニルエーテルジアミン、ジフェニルスルホン－４，４′－ジアミン、ジフ
ェニルー４，４′－ジアミン、ｏ－トリジン、２，４－トリレンジアミン、２，６－トリ
レンジアミン、キシリレンジアミン、ナフタレンジアミン、ならびにこれらのジイソシア
ネート誘導体が挙げられる。
【００２２】
芳香族ジアミン成分の中では、ＤＡＤＥ、ＭＤＡおよびＤＭＡが好ましい。
【００２３】
芳香族ジアミン成分は、単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２４】
ＰＡＩは、通常、２００℃以上のガラス転移温度を有する。ガラス転移温度は、ＤＳＣ（
示差熱分析）により測定された値を用いている。
【００２５】
ＰＡＩは、熱可塑性であっても非熱可塑性であってもよいが、前記したガラス転移温度を
有する芳香族ＰＡＩを好ましく用いることができる。
【００２６】
本発明の溶液は、溶媒として、アミド系溶媒とアルコール系溶媒とからなる混合溶媒を用
いる。　アミド系溶媒は溶質である芳香族アミド系高分子の良溶媒である。　ここで、良
溶媒とは、溶質に対する２５℃での溶解度が、１質量％以上である溶媒を言う。
【００２７】
一方、アルコール系溶媒は、溶質である芳香族アミド系高分子の貧溶媒である。　ここで
、貧溶媒とは、溶質に対する２５℃での溶解度が、１質量％未満である溶媒を言う。
【００２８】
本発明で用いられるアミド系溶媒としては、例えば、Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭ
Ｐ　沸点：２０２℃）、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（沸点：１５３℃）、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアセトアミド（ＤＭＡｃ　沸点：１６６℃）が挙げられる。アミド系溶媒は、これ
らを単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの中でも、ＮＭ
Ｐが好ましい。
【００２９】
本発明で用いられるアルコール系溶媒は沸点が２００℃以上のものであり、前記アミド系
溶媒よりも沸点が高いものを用いることが好ましい。　また、その沸点差は、５℃以上が
好ましく、２０℃以上がより好ましく、５０℃以上が更に好ましい。アルコール系溶媒と
しては、例えば、ジエチレングリコール（沸点：２４４℃）、トリエチレングリコール（
沸点：２８７℃）、ジプロピレングリコール（沸点２３２℃）　トリプロピレングリコー
ル（ＴＰＧ　沸点：２７３℃）、ジエチレングルコールモノメチルエーテル（沸点：１９
４℃）、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル（沸点：２４２℃）、トリエチレ
ングルコールモノメチルエーテル（沸点：２４９℃）が挙げられる。これらを単独で用い
てもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。　これらの中でも、ＴＰＧが好ましい
。
【００３０】
本発明で用いられる混合溶媒中におけるアルコール系溶媒の含有量は、全溶媒質量に対し
、１質量％以上、５０質量％未満であり、５質量％以上、３０質量％以下とすることがよ
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り好ましい。　溶媒組成を前記のようにすることにより、芳香族アミド系高分子溶液から
得られる塗膜を乾燥して固化させる際に、塗膜中に残存するアルコール系溶媒（貧溶媒）
の作用により、効率よく相分離が起こり、高い気孔率を有する芳香族アミド系高分子フィ
ルムを得ることができる。　ここで、乾燥温度としては、通常２００℃以下である。また
、溶液中における芳香族アミド系高分子の固形分濃度は、通常、溶液質量に対し、５質量
％以上、４０質量％以下である。
【００３１】
混合溶媒には、他の溶媒を含有させることができる。この際の好ましい溶媒としては、エ
ーテル系溶媒が挙げられる。エーテル系溶媒の具体例としては、例えば、ジエチレングリ
コールジメチルエーテル（沸点：１６２℃）、トリエチレングリコールジメチルエーテル
（沸点：２１６℃）、テトラエチレングリコールジメチルエーテル（沸点：２７５℃）、
ジエチレングリコール（沸点：２４４℃）、トリエチレングリコール（沸点：２８７℃）
、トリプロピレングリコールジメチルエーテル（沸点：２１５℃）、ジプロピレングリコ
ールジメチルエーテル（沸点：１７５℃）等の溶媒を挙げることができる。これらを単独
で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの中で、トリエチレング
リコールジメチルエーテルおよびテトラエチレングリコールジメチルエーテル（ＴＥＧＤ
Ｍ）が好ましい。
【００３２】
本発明の溶液は、例えば、以下のような製造方法で製造することができる。すなわち、固
体状のＰＡＩを前記混合溶媒に溶解せしめてＰＡＩ溶液とする。固体状のＰＡＩとしては
、例えば、市販のＰＡＩ粉体（例えば、ソルベイアドバンストポリマーズ株式会社製トー
ロン４０００Ｔシリーズ、トーロン４０００ＴＦ、トーロンＡＩ－１０シリーズ等）を利
用することができる。固体状のＰＡＩを用いることにより、本発明の組成としたＰＡＩ溶
液を容易に得ることができる。
【００３３】
ＰＡＩ溶液を得るには、前記したような固体状のＰＡＩを用いて製造する方法が好ましい
が、原料である前記芳香族トリカルボン酸成分および前記ジアミン成分（各種ジアミンも
しくはそのジイソシアネート誘導体）を略等モルで配合し、それを前記混合溶媒中で重合
反応させて得られる溶液も用いることができる。また、アミド系溶媒中のみで重合反応し
て溶液を得た後、これにアルコール系溶媒を加える方法や、アルコール系溶媒中のみで重
合反応して懸濁液を得た後、これにアミド系溶媒を加える方法で、ＰＡＩ溶液を得ること
もできる。
【００３４】
本発明の芳香族アミド系高分子溶液には、必要に応じて、各種界面活性剤や有機シランカ
ップリング剤のような公知の添加物を、本発明の効果を損なわない範囲で添加してもよい
。また、必要に応じて、芳香族アミド系高分子以外の他のポリマーを、本発明の効果を損
なわない範囲で添加してもよい。
【００３５】
本発明の多孔質芳香族アミド系高分子フィルムは、例えば、前記ＰＡＩ溶液を用いて、低
温乾式多孔化プロセスにより製造することができる。すなわち、前記ＰＡＩ溶液を、基材
の表面に塗布し、８０～２００℃、好ましくは１００～１６０℃で、１０～６０分乾燥す
ることにより、気孔率が２０～９０体積％の多孔質ＰＡＩフィルムを形成することができ
る。その後、これらの基材から多孔質ＰＡＩフィルムを剥離して多孔質ＰＡＩフィルム単
体とすることができる。また、基材上に形成された多孔質ＰＡＩフィルムは、基材から剥
離することなく、基材と積層一体化して使用することもできる。なお、多孔質ＰＡＩフィ
ルムは、耐熱性に優れるので、前記乾燥後、２００℃以上の温度、例えば３００℃程度で
熱処理を行ってもよい。
【００３６】
前記基材としては、例えば、金属箔、金属線、ガラス板、熱可塑性樹脂フィルム（ポリエ
ステル、ポリプロピレン、ポリカーボネート等）、ポリイミド等の熱硬化性樹脂フィルム
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、各種織物、各種不織布等が挙げられる。前記金属としては、金、銀、銅、白金、アルミ
ニウム等を用いることができる。基材は、多孔質であっても非多孔質であってもよい。こ
れら基材への塗液の塗布方法としては、ディップコータ、バーコータ、スピンコータ、ダ
イコータ、スプレーコータ等公知の方法を用い、連続式またはバッチ式で塗布することが
できる。
【００３７】
前記製造方法により得られた多孔質芳香族アミド系高分子フィルムの気孔率は、２０～９
０体積％であることが好ましく、４０～８０体積％であることがより好ましく、４５～７
５体積％であることがさらに好ましい。気孔率がこのように設定された多孔質芳香族アミ
ド系高分子フィルムは、良好な力学的特性と優れた多孔性とが同時に確保されるので、前
記した用途に幅広く利用することができる。
【００３８】
多孔質芳香族アミド系高分子フィルムの気孔率は、多孔質ＰＡＩフィルムの見掛け密度と
、多孔質ＰＡＩフィルムを構成するＰＡＩの真密度（比重）とから算出される値である。
詳細には、気孔率（体積％）は、多孔質ＰＡＩフィルムの見掛け密度がＡ（ｇ／ｃｍ３）
、ＰＡＩの真密度がＢ（ｇ／ｃｍ３）の場合、次式により算出される。
気孔率（体積％）　＝　１００－Ａ＊（１００／Ｂ）
【００３９】
多孔質芳香族アミド系高分子フィルムの気孔の平均孔径は、０．１～２０μｍが好ましく
、０．５～１０μｍがより好ましい。ここで、平均孔径は、フィルム断面のＳＥＭ（走査
型電子顕微鏡）像を倍率１０００～２００００倍で取得することにより確認することがで
きる。
【００４０】
形成される気孔は、連続気孔であっても、独立気孔であってもよい。また、フィルム表面
には気孔が形成されていてもいなくてもよい。
【００４１】
多孔質芳香族アミド系高分子フィルムの厚みに制限は無いが、通常、１～３００μｍであ
り、５～２００μｍが好ましい。
【００４２】
なお、多孔質芳香族アミド系高分子フィルムの気孔率や平均孔径は、本発明の溶液中の混
合溶媒（アミド系溶媒とアルコール系溶媒）の種類や配合量を選ぶことにより、調整する
ことができる。
【００４３】
以上述べた如く、本発明の芳香族アミド系高分子溶液から容易に多孔質芳香族アミド系高
分子フィルムが得られる。この溶液からは、貧溶媒を含む凝固液を用いることなく、環境
適合性が良好なプロセスで、多孔質芳香族アミド系高分子フィルムが得られる。得られた
多孔質芳香族アミド系高分子フィルムは、高い気孔率と良好な力学的特性を有する。
【実施例】
【００４４】
以下に、実施例を挙げて、本発明をさらに詳細に説明する。　なお本発明は実施例により
限定されるものではない。
【００４５】
＜実施例１＞
ＴＡＣと、ＤＡＤＥおよびＭＤＡとを共重合（共重合モル比：ＤＡＤＥ／ＭＤＡ＝７／３
）して得られるＰＡＩ粉体（ソルベイアドバンストポリマーズ株式会社製トーロン４００
０Ｔ－ＨＶ、ガラス転移温度２８０℃）を、ＮＭＰと、ＴＰＧとからなる混合溶媒（質量
比　ＮＭＰ／ＴＰＧ＝７５／２５）に、３０℃で溶解して、ＰＡＩの固形分濃度が１２質
量％の均一なＰＡＩ溶液を得た。
【００４６】
この溶液を、アルミ箔（厚み２００μｍ）上に塗布し、１３０℃で３０分乾燥後、アルミ
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箔から塗膜を剥離することにより、厚みが１００μｍの多孔質ＰＡＩフィルムを得た。こ
の多孔質ＰＡＩフィルムは強靭であり、その気孔率は４８体積％、平均孔径は９μｍ（フ
ィルム断面のＳＥＭ像をもとに算出）であった。
【００４７】
＜実施例２＞
ＰＡＩ粉体として、ＴＡＣと、ＭＤＡとを重合して得られるＰＡＩ粉体（ソルベイアドバ
ンストポリマーズ株式会社製トーロンＡＩ－１０、ガラス転移温度２７２℃）を用いたこ
と以外は、実施例１と同様にして、ＰＡＩ溶液を作成し、この溶液から、実施例１と同様
の条件で多孔質ＰＡＩフィルムを得た。この多孔質ＰＡＩフィルムは強靭であり、その気
孔率は５３体積％、平均孔径は６．５μｍであった。
【００４８】
＜実施例３＞
溶媒として、ＮＭＰと、ＴＰＧと、ＴＥＧＤＭとからなる混合溶媒（質量比　ＮＭＰ／Ｔ
ＰＧ／ＴＥＧＤＭ＝７５／２０／５）を用いたこと以外は、実施例１と同様にして、ＰＡ
Ｉ溶液を作成し、この溶液から、実施例１と同様の条件で多孔質ＰＡＩフィルムを得た。
この多孔質ＰＡＩフィルムは強靭であり、その気孔率は５８体積％、平均孔径は５．９μ
ｍであった。
【００４９】
＜実施例４＞
溶媒として、ＮＭＰと、ＴＰＧとからなる混合溶媒（質量比　ＮＭＰ／ＴＰＧ＝９０／１
０）を用いたこと以外は、実施例１と同様にして、ＰＡＩ溶液を作成し、この溶液から、
実施例１と同様の条件で多孔質ＰＡＩフィルムを得た。この多孔質ＰＡＩフィルムは強靭
であり、その気孔率は５１体積％、平均孔径は４．６μｍであった。
【００５０】
＜実施例５＞
溶媒として、ＮＭＰと、ＴＰＧとからなる混合溶媒（質量比　ＮＭＰ／ＴＰＧ＝９５／５
）を用いたこと以外は、実施例１と同様にして、ＰＡＩ溶液を作成し、この溶液から、実
施例１と同様の条件で多孔質ＰＡＩフィルムを得た。この多孔質ＰＡＩフィルムは強靭で
あり、その気孔率は２６体積％、平均孔径は５．６μｍであった。
【００５１】
＜比較例１＞
アルコール系溶媒として、エチレングリコール（沸点：１９７℃）を用いたこと以外は、
実施例１と同様にしてＰＡＩ溶液を得ようとしたが均一な溶液を得ることができなかった
。
【００５２】
＜比較例２＞
アルコール系溶媒の含有比率を対混合溶媒比で５５質量％としたこと以外は、実施例１と
同様にしてＰＡＩ溶液を得ようとしたが、均一な溶液を得ることができなかった。
【００５３】
＜比較例３＞
アルコール系溶媒の含有比率を対混合溶媒比で７５質量％としたこと以外は、実施例２と
同様にしてＰＡＩ溶液を得ようとしたが、均一な溶液を得ることができなかった。
【００５４】
＜比較例４＞
特開２０１３－１６３８０６号公報　（特許文献２）実施例２の記載に従って、芳香族ア
ミド系高分子溶液を作成した。すなわち、ＭＤＡと、イソフタル酸クロライドとを重合し
て得られるポリアミド粉体を、ＤＭＡｃと、ＴＰＧとからなる混合溶媒（質量比　ＤＭＡ
ｃ／ＴＰＧ＝５０／５０）に、３０℃で溶解して、ポリアミドの固形分濃度が１０質量％
の均一なポリアミド溶液を得た。ここで、前記ポリアミドは、イミド結合ユニットを含有
しない芳香族アミド系高分子である。
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この溶液から、実施例１と同様して多孔質フィルムを作成したところ、得られたフィルム
の気孔率は１０体積％以下であった。
【００５５】
＜比較例５＞
溶媒として、ＤＭＡｃと、ＴＰＧとからなる混合溶媒（質量比　ＤＭＡｃ／ＴＰＧ＝７５
／２５）を用いたこと以外は、比較例４と同様にして、ポリアミドの固形分濃度が１０質
量％の均一なポリアミド溶液を得た。この溶液から、実施例１と同様して多孔質フィルム
を作成したところ、得られたフィルムの気孔率は１０体積％以下であった。
【００５６】
実施例で示したように、本発明の芳香族アミド系高分子溶液から得られた多孔質芳香族ア
ミド系高分子フィルムは、力学的特性に優れ、かつ気孔率（２０体積％以上）は高いもの
であり、前記した用途で好適に使用できるものであることが判る。これに対し、比較例で
示したように、従来から知られている芳香族アミド系高分子溶液では、塗膜を乾燥するだ
けでは、高い気孔率を有する多孔質フィルムを得ることは難しいことが判る。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
本発明の芳香族アミド系高分子溶液から、簡単なプロセスで容易に多孔質芳香族アミド系
高分子フィルムを得ることができる。得られた多孔質フィルムは、電子材料や光学材料、
リチウム二次電池用セパレータ、フィルタ、分離膜、電線被覆等の産業用材料、医療材料
の素材等の分野で有用である。
 

【図１】
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